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Sun SPARC Enterprise T1000 伺服器
站點規劃指南

本指南提供您在規劃安裝 Sun SPARC Enterprise T1000 伺服器時應遵循的規格和站點
需求。

如需有關安全性和規範遵循的資訊，請參閱您的伺服器所隨附之 「Sun SPARC 
Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide」以及 「Important Safety 
Information for Sun Hardware Systems」文件。

本指南包含以下各節：

■ 第 2 頁的 「實體規格」
■ 第 2 頁的 「維修所需的最小空間」
■ 第 3 頁的 「環境規格」
■ 第 3 頁的 「電源來源需求」
■ 第 4 頁的 「噪音排放量」
■ 第 4 頁的 「管轄機關遵循規格」
■ 第 4 頁的 「一般站點準備說明」
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實體規格

維修所需的最小空間
以下是維修時所需要的最小空間。

說明 美制 公制

寬度 16.8 英吋 425 毫米

深度 18.4 英吋 467 毫米

高度 1.75 英吋，1 個機架單位 43 毫米

重量 (不包括 PCI 和機架裝配件) 20.5 英磅 9.3 公斤

重量 (包括導軌) 24 英磅 10.9 公斤

說明 規格

所需空間，系統前方 36 英吋 (91 公分)

所需空間，系統後方 36 英吋 (91 公分)
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環境規格 

電源來源需求
Sun SPARC Enterprise T1000 伺服器有一個自動調設範圍的電源供應器。

規格 作業中 非作業中

作業中的溫度：

● 0 到 3000 英呎 
(900 公尺)

● 海拔 3000 英呎 
(900 公尺) 以上

● 41°F 至 95°F (5°C 至 35°C)

● 最高溫隨海拔高度增加而下降，
1.6°F/1000 英呎 (1°C/300 公尺)

-40 至 60°C

-40 至 60°C

濕度 相對濕度：20% 至 80%，
非冷凝狀態，
27°C 濕球溫度，
IEC 60068-2-3&56

相對濕度：98%，38°C，
非冷凝狀態，
IEC 60068-2-3&56

海拔高度 0-3,000 公尺 (0-10,000 英尺)
IEC 60068-2-13

0-12,000 公尺 (0-40,000 英尺) 
IEC 60068-2-13

振動 0.2 Gs，掃描正弦 (Swept sine) 
5-500-5Hz，每分鐘 1 個八度音程，
所有軸線，
IEC 60068-2-13

1.0 Gs，掃描正弦 (Swept sine) 
5-500-5Hz，每分鐘 1 個八度音程，
所有軸線，
IEC 60068-2-13

衝擊性振動 5 Gs 尖峰 11 毫秒，
半正弦脈衝 (half-sine pulse)，
IEC 60068-2-27

30 Gs 尖峰 11 毫秒，
半正弦脈衝 (half-sine pulse)，
IEC 60068-2-27

說明 規格

作業輸入電壓範圍 100 至 240 VAC，50-60 Hz 
(輸入電壓偏差 ± 10%)

最大作業輸入電流 2.2 A (在 100 到 120 VAC 時)
1.1 A (在 200 到 240 VAC 時)

一般作業輸入電源
最大作業輸入電源

180 W
220 W 

一般散熱量

最大散熱量

614 BTU/小時 (647 KJ/小時)
750 BTU/小時 (791 KJ/小時)
Sun SPARC Enterprise T1000 伺服器站點規劃指南 3



噪音排放量
以下宣告的噪音排放量符合 ISO 9296 標準。

管轄機關遵循規格
如需管轄機關遵循規格的完整清單，請參閱 「Sun SPARC Enterprise T1000 Server 
Safety and Compliance Guide」。

一般站點準備說明
您的環境控制系統為伺服器提供的進氣環境，必須符合第 3 頁的 「環境規格」中的限
制規定。

要避免過熱，請不要在下列位置導入熱的空氣： 

■ 朝向伺服器的正面的通風口
■ 朝向伺服器的存取面板

備註 – 當您收到您的伺服器時，請將它放置在您將要進行安裝的環境中。機器在此最後
目的地後請將其保留在出貨板條箱中 24 小時。這樣的保持靜止期可以避免過熱衝擊和冷
凝的現象。

只要在第 3 頁的「環境規格」所示的作業環境限制下作業，此伺服器已通過測試，可以
滿足所有功能上的需求。在極端的溫度或濕度之下操作電腦設備會增加其硬體元件的故
障機率。為了降低元件故障的機會，請在最佳溫度和濕度範圍內使用伺服器。

說明 模式 規格

音量：LwAd (1 B = 10 dB) 作業中的噪音
閒置時的噪音

7.7 B
7.7 B

音壓：LpAm (旁觀者位置) 作業中的噪音
閒置時的噪音

66 dB
66 dB
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環境溫度

環境溫度範圍在 69.8°F (21°C) 至 73.4°F (23°C) 之間可得到最佳的系統穩定性。在 71.6°F 
(22°C) 的溫度下，最容易維持安全的相對濕度等級。在這樣的溫度範圍中作業將在環境
支援系統失敗時提供緩衝時間。

環境相對濕度

環境相對濕度等級在 45% 和 50% 之間最適合資料處理作業，因為：

■ 可避免腐蝕

■ 在發生環境控制系統失敗的事件時提供作業緩衝時間

■ 協助避免由於相對濕度太低而出現由靜電放電造成的間歇性干擾所導致的故障

在相對濕度低於 35% 的區域將容易產生靜電放電 (ESD) 且不易驅散，當濕度等級降至 
30% 以下則更為嚴重。

空氣流通考量
■ 請確認機殼內外通風良好。

■ 確定吹入的空氣從伺服器前方進入並從後方吹出。

■ 確定伺服器的每個入風和出風通風口 (例如機櫃門) 是面積至少達 33.3 平方英吋 
(215 平方公分) 的開放區域。這等於是從伺服器前方到後方區域的 60% 開放區域貫
穿模式，前方為 17.5 英吋 x 3.2 英吋，後方為 445 毫米 x 81 毫米。其他更具限制性
的開放區域特色之影響應交由使用者來評估。

■ 裝置伺服器後，至少應該在系統前方保留 0.2 英吋 (5 毫米) 的空間，以及在系統後方
保留 3.1 英吋 (80 毫米) 的空間。這些所需空間的值是以入風和出風阻抗 (可用的開
放區域) 為基礎並假設在入風和出風區域之間的開放區域為均勻分佈。較此值更高的
空間值有可能改善冷卻效能。

備註 – 入風和出風限制的組合 (例如機櫃門和伺服器與機櫃門之間的間隔) 會影響伺服
器的冷卻效能而且應該由使用者做評估。

■ 您應格外留意，避免廢空氣在機架或機櫃之內再次循環。

■ 纜線應該整理妥當以減少對伺服器出風通風口的阻礙。

■ 確定系統環境的空氣溫度升高不會超過約 59°F (15°C)。
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